






































专利名称(译) 转印基板及其制造方法

公开(公告)号 US20190147778A1 公开(公告)日 2019-05-16

申请号 US15/960901 申请日 2018-04-24

[标]申请(专利权)人(译) 上海天马微电子有限公司

申请(专利权)人(译) 上海天马微电子有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 上海天马微电子有限公司.

[标]发明人 LOU JUNHUI
HE ZESHANG

发明人 XIA, XINGDA
LOU, JUNHUI
HE, ZESHANG

IPC分类号 G09F9/33 B41C1/06 H01L23/00

CPC分类号 G09F9/33 B41C1/06 H01L24/97 G09G2300/0426 B41F16/00 H01L2924/12041 B41C1/00 B41F16
/0066 H01L21/6835 H01L24/29 H01L24/32 H01L24/83 H01L25/0753 H01L33/0095 H01L2221/68354 
H01L2224/2919 H01L2224/83005 H01L2224/97 H01L2224/83 H01L2924/00014

优先权 201711105426.3 2017-11-10 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种转印基板及其制造方法，以提高微小元件的拾取率，并
进一步提高图像显示的质量。转印基板包括承载基板，多个支撑结构，
以及与多个支撑结构一一对应的多个微元件，其中多个支撑结构中的每
一个包括固定部分和悬挂支撑部，其中固定部的一端固定在承载基板
上，悬挂支撑部的一端连接固定部，悬挂支撑部的另一端支撑多个微型
中相应的一个 - 组件和第一移动空间设置在悬挂的支撑部分和承载基板
之间。转印基板用于转移微元件。
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